






























































专利名称(译) 超声探头子孔径处理
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摘要(译)

用于超声探头的子孔径收发器系统包括信号处理器，将信号处理器连接
到包括声学收发器元件的接收孔径的接收信号连接，以及耦合到发射孔
径的发射信号连接，发射孔径包括与多路复用的至少一个声学收发器元
件。接收孔径。
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